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BOOK 01

半导体实战

芯片全生命周期通识

打通设计/制造/封装/

测试/应用产业链视野
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BOOK 02

先进封装设计

封装设计方法论

决策思维：材料选型/

叠层/RDL/TSV/仿真
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BOOK 03

EDA封装验证

双工具链统一验证

Innovator+Calibre /

Integrity+PVS 全流程
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BOOK 04

MCM多芯片封装

多芯片集成方法

基板互连/SI/PI/热/可

靠性全流程
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BOOK 05

SiP系统级封装

异构集成全流程

中介层/TSV/SI/PI/

热/应力/DFM全覆盖

适合人群
封装设计工程师 · 芯片设计工程师 · 系统架构师 · 测试可靠性工程师 · 技术管理者 · 高校学生

能力提升
  * 全产业链视野 · 理解设计/制造/封装/测试各环节关联与影响
  * 设计决策能力 · 独立完成2.5D/3D IC封装选型、叠层与仿真策略
  * 双工具链实战 · Siemens+Cadence 从环境搭建到DRC/LVS/SI/PI Signoff



  * 系统集成能力 · MCM+SiP多芯片异构集成项目全流程交付
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五本书内容概要
各书模块总览

BOOK 01

半导体实战——从设计到应用全流程指南
产业链全景/RTL设计/物理实现/DFM/Fab工艺/封装体系/测试验证/可靠性/RMA/芯片选型

BOOK 02

先进封装设计实战——基于Cadence的2.5D/3D IC全流程
先进封装概览/Cadence工具/封装选型/叠层设计/BGA规划/中介层RDL/TSV/Chiplet/UCIe/SI/PI/DRC

BOOK 03

EDA封装验证实战——Innovator+Calibre通用验证平台
双链全景/环境搭建/Innovator/Xpedition/Calibre DRC-LVS-LPE/Integrity/APD/PVS/QRC/Sigrity/HyperLynx

BOOK 04

MCM多芯片封装设计与仿真操作手册
MCM技术对比/芯片选型/基板设计/高密度布线/SI/PI仿真/热仿真/可靠性/焊接/塑封

BOOK 05

SiP系统级封装设计与仿真操作手册
异构集成/中介层TSV/HDI布线/多物理场仿真/高速接口/DFM/量产交付
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